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Abstract (en)
Removing fusible organic coating, plugging or cushioning materials (I) from the cavities and surface of engine components comprises: (a) melting
off (I) in a melt of the same type of material, (b) dissolving the residual adherent film with oil at the temp. of the preheated component, (c) diluting
and dissolving any still-remaining film with organic cleaners contg. no fluorochlorohydrocarbons (CFC) or chlorohydrocarbons (CHC), and (d) further
treatment(s) of the surface with increasingly diluted cleaning solns., with intermediate washing and/or drying stages.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entfernen organischer Materialien von Treibwerkskomponenten, insbesondere zum Entfernen von
schmelzbaren organischen Abdeck-, Füll- oder Dämpfungsmaterialien aus Hohlräumen und von Oberflächen von Triebwerkskomponenten. Dazu
wird zunächst das organische Material in einer artgleichen Schmelze abgeschmolzen und ein anhaftender Restfilm mittels temperiertem Öl an
der vorgewärmten Triebwerkskomponente verdünnt und angelöst. Danach erfolgt ein Verdünnen und Anlösen eines noch an den Oberflächen
anhaftenden Materialfilms, der im wesentlichen aus Ölmolekülen besteht mittels eines organischen Reinigers, der FCKW und CKW frei ist.
Abschließend wird ein ein- oder mehrfaches Nachbehandeln der Oberflächen der Triebwerkskomponenten mittels verdünnten Reinigungslösungen
mit zwischengeschalteten Spül- und/oder Trocknungsschritten durchgeführt, wobei die Reinigungslösungen schrittweise zunehmend verdünnt
werden.
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